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採購規範書（電子電路設計製造組裝）
一、規格/功能需求：
(1) 委外內容含 ☑ Layout ☐ PCB製造委託 ☐ 備料 ☐ 組裝
☑ 電路與高頻設計 ☑ 韌體／使用者軟體介面設計
本案為第一階段設計開發，不包含物料採購、PCB洗板、SMT打件、光元件封裝與實體測試。
(2) 需求數量  1  套（PCBA Design Package電子檔1套；本階段不含實體PCB製造）。
(3) 圖說規格文件：
☑ BOM零件表 ☑ 電路圖 ☑ 線路圖 ☑ PCB製作規格表
設計需求：1.6T DR8 OSFP應用，8路 × 200 Gb/s等級PAM4，
依本院提供之TX PIC、Driver IC、RX相關介面及OSFP Housing機構資料，完成OSFP形式開發板之電路、高頻及PCB設計，含供電、控制、高速佈線、阻抗規劃及主要高速訊號路徑SI分析，並完成韌體／使用者軟體介面設計。
本案不包含物料採購、PCB製造、SMT組裝、光元件設計／封裝及實體測試。
二、檢測/驗收標準：
   依 ☐ 功能檢測 ☑ 圖說 ☐ 商用規格 ☐ 軍用規格 驗收
   參考規範：本規範書及本院確認之設計資料。
   SI模擬：主要高速訊號路徑以每通道200 Gb/s等級PAM4
   為目標，報告應載明模擬條件、模型、結果及符合設計需求之判定。
   設計文件齊備，完成Design Freeze，並產出可供後續PCB製造
   使用之Gerber、NC Drill、Stack-up及相關製造資料。
   韌體／使用者軟體介面完成設計並交付相關原始資料；
   本階段不以實體板功能測試作為驗收項目。
三、履約期限：於 115 年 12 月 20 日前完成第一階段設計及
              PCBA Design Package交付。
交貨地點：本院中興院區78館206室（電子檔交付承辦人）。
四、保固：☐ 無 ☑ 驗收合格後，免費保固 6 個月。
    保固內容：設計資料錯漏修正及必要說明。
五、廠商交付文件：☑ 有 ☐ 無
    ☐ 功能檢測報告 ☑ 設計圖 ☑ GERBER FILES ☑ NC DRILL FILE
☑ BOM表 ☑ 電路圖 ☑ 線路圖 ☑ Stack-up ☑ SI report
    ☑ 設計凍結／發行紀錄 ☑ 韌體／使用者軟體介面設計資料
    設計圖、電路／PCB設計檔及軟韌體資料應提供可編輯原始檔；
    上述資料以PCBA Design Package電子檔1套交付。
六、廠商資格條件：
    具高速PAM4電路、光通訊EVB或PIC／Driver整合設計經驗；
    提供公司或本案團隊之相關實績或能力佐證。
    投標時提供高速訊號設計、SI分析、PCB Layout及設計資料輸出之簡要規劃。
七、PCB製作規格表：
	PCB 製作規格表

	板名：
	PIC DRV EVB
	板號：
	設計後編定

	　層數：依核定Stack-up

	　電路板尺寸：依核定Layout

	　PCB厚度：依核定Stack-up

	　材料：配合200 Gb/s等級PAM4設計，依核定Stack-up

	　製作數量：本階段不含實體PCB製造；設計資料1套

	　銅箔厚度(OZ/平方呎)：依核定製造資料

	　鍍金厚度(μ/平方呎)(金手指)：依核定製造資料

	　底片製作：以Gerber及鑽孔電子檔交付

	　特殊成型(V-cut)：依核定Layout

	　表面處理：依核定製造資料

	　防焊漆顏色：依核定製造資料

	　其他：完成Design Freeze及PCB製造資料輸出，不含板廠委製／實體PCB製造

	驗收標準：

	　設計資料確認：文件齊備，完成設計凍結與發行

	　設計資料輸出：提供Gerber、NC Drill、Stack-up及其他後續製造所需電子檔

	規格附件：

	　電路圖、Layout、BOM、Stack-up、Gerber、NC Drill、SI report及軟韌體介面資料各1份
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